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【緒 　 言 】 陶 材 と金 属 との 接 着 面 に お い て 大 き な

役 割 を す る の が 陶 材 焼 付 用 金 属 に 含 ま れ るCr2O3

で あ る こ とは 広 く知 られ て い る。 しか し な が ら陶

材 焼 付 用 金 属 と 陶材 との 反 応 面 につ い て の 研 究 は

少 く な い 。 今 回 わ れ わ れ はPdに 注 目 し,　Cd－Cr

合 金,Ni-Cr合 金 にPdを 添 加 し そ の 役 割 に つ い

て 実 験 す る こ と に した 。

【概 　 要 】Pd含 有 金 属,　 Pd非 含 有 金 属 の5種 類 の

金 属 を使 用 し表 面 を研 磨 。 研 摩 面 に オ ペ ー ク 陶 材

を焼 付 け,エ ポ キ シ レ ジ ンに て 包 埋 し,再 び 研 磨,

酸 エ ッ チ ン グ 後 にEPMA分 析 を 行 っ た 。 そ の 結

果Co-Cr合 金 の 各 元 素 の 濃 度 分 布 は金 属 内 部 と反

応 界 面 近 傍 で ほ ぼ 一 致 す る一 方 で,Co-Pd-Cr合

金 で は 反 応 界 面 でCr,　 Coそ してPdの 濃 度 が 低 下

して い る こ とが 見 出 され た 。 ま た,Ni-Cr合 金 の



Crの 濃度分布は合金 内部 と反応界面で差がな く,

このことはNi-Pd-Cr合 金 において も同様であっ

た。Pdに おいても合金内部 と反応界面で濃度差

は認められなかった。

【考　察】陶材と合金 との反応界面をEPMAで 分

析 した。その結果,Co-Cr合 金 とCo-Pd－Cr合 金

とを比較するとCo-Pd-Cr合 金で反応界面付近の

濃度が薄くなっていることからPdはCr2O3の 層成

長 を抑制して,適 切な陶材との界面を作 り出す役

割があるのではないかと考 えられる。 また,Ni-

Cr合 金とNi-Pd-Cr合 金 との間には違いが認めら

れなかった ことか ら,PdとNiと の構造 や性質が

類似 してい るため,Pdに よる成長抑制効果が発

現 しなかったもの と考 えている。

【結　語】PdはCr2O3の 層成長を抑制 して,適 切

な陶材との界面を作 り出す役割があるのではない

かと考えられる。


